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Krav for lodda elektriska och elektroniska kretskort

1 ALLMANT

1.1 Omfattning Denna standard beskriver metoder och krav for tillverkning av 16dda elektriska och elektroniska kretskort.
Historiskt inneholl standarder for elektroniska kretskort (16dning) en mer omfattande handledning betréffande principer
och tekniker. For att fa en mer komplett forstaelse for reckommendationerna och kraven i detta dokument kan det anviandas
tillsammans med IPC-HDBK-001 och IPC-A-610.

1.2 Syfte Denna standard beskriver material, metoder och kriterier for godkdnnande vid tillverkning av 16dda elektriska
och elektroniska kretskort. Avsikten med detta dokument &r att forlita sig till metoder for processtyrning for att siakerstilla
en jamn kvalitetsniva under tillverkning av produkter. Avsikten med denna standard &r inte att utesluta nagon acceptabel
metod for komponentmontering eller tillsats av flussmedel och lod for den elektriska anslutningen.

1.3 Klassificering Denna standard ér skriven i medvetande om att elektriska och elektroniska kretskort klassificeras efter
avsedd anvindning av slutprodukten. Slutprodukterna har delats in i tre generella klasser som skall avspegla skillnader

i tillverkningsmdjligheter, komplexitet, funktionella prestandakrav och kontrollfrekvens (avsyning/test). Man bor vara
medveten om att det kan finnas dverlappning mellan klasserna for en utrustning.

Anvéndaren (se 1.8.13) ansvarar for att definiera produktklassen. Produktklassen bor framga av inkdpsunderlaget.

KLASS 1 Allménna elektroniska produkter
Inkluderar produkter lampliga for tillimpningar dar det huvudsakliga kravet dr den fardiga utrustningens funktion.

KLASS 2 Speciella elektroniska produkter
Inkluderar produkter dér kontinuerlig funktion och lang livslangd kravs och dir oavbruten drift &r onskvéard men inte kritisk.
Typiskt sett ska inte slutanvindningsmiljon orsaka fel.

KLASS 3 Hogpresterande elektroniska produkter

Inkluderar produkter dér kontinuerligt krdvande funktioner eller prestation pa begéran ar kritisk, driftsavbrott pa utrustningen
kan inte tolereras, slutanvindningsmiljon kan vara ovanligt krdvande och utrustningen maste fungera nir sa krivs, sdisom
livsuppehéallande utrustning eller andra kritiska system.

1.4 Mattenheter och tillimpning Alla métt och toleranser, liksom andra former av métningar (temperatur, vikt, etc.) i denna
standard uttrycks i SI-enheter (System International). For matt och toleranser anviands millimeter som framsta mattuttryck.
Mikrometer anvinds nér erforderlig precision gor millimetermattet for ohanterligt. Temperatur uttrycks i Celsius. Vikt
uttrycks i gram.

1.4.1 Mattverifiering Faktiska métningar av monterade specifika delar, matt pad lodfyllnad och bestimning av procentsatser
erfordras bara for referensandamal. Nér det géller att avgora dverensstimmelse med denna kravspecifikation &r alla angivna
granser 1 denna standard absoluta granser enligt definitionen i ASTM E29.

1.5 Kravdefinition Ordet skall anvénds i texten i detta dokument dér det finns krav pa material, beredning, processkontroll
eller acceptans av en 16dd forbindning.

Niér ordet skall anvénds i denna standard visas kraven for varje klass inom parentes intill skall kravet.

N = Inget krav upprittat, Klass
A = Acceptabelt

P = Processindikator

D = Defekt

Exempel:

A1P2D3] betyder Acceptabelt Klass 1, Processindikator Klass 2 och Defekt Klass 3
N1D2D3] betyder Inget krav upprittat for Klass 1, Defekt Klasserna 2 och 3
A1A2D3] betyder Acceptabelt Klasserna 1 och 2, Defekt Klass 3

D1D2D3] betyder Defekt for alla klasser.
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